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(54)【発明の名称】 超音波発生要素を回路に結合するシステム及び方法

(57)【要約】
【課題】  本発明は、小型化された超音波システム発生
及び受信ユニットを提供することを目的とする。
【解決手段】  超音波トランスデューサの２次元配列
を、マザーボードのような信号発生及び受信ユニットに
結合する、ケーブルレス結合を有する超音波画像化装置
である。結合は、音響的に減衰させ且つ電気的に導通す
る構造を有し、これは、導体が埋め込まれた又は外の面
に取りつけられた、電気的に導通し又は電気的に絶縁す
る、ポストを有することができる。２次元配列をマザー
ボードと結合し且つ分離する高密度コネクタも可能であ
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  信号発生及び受信ユニットと、
ケーブルレス結合組立体と、
ケーブルレス結合組立体を介して、信号発生及び受信ユ
ニットへ結合された、超音波変換組立体とを有するシス
テム。
【請求項２】    音響変換要素と、
音響的に分離する組立体と、
を有するトランスデューサと、
音響的に分離する組立体を介して、音響変換要素に結合
される、信号発生及び受信ユニットとを有するシステ
ム。
【請求項３】  音響変換要素は、２つの電気的なコンタ
クトの間に、少なくとも１つの音響的に活性化された物
質を有する、請求項２に記載のシステム。
【請求項４】  音響変換要素は、２つの電気的なコンタ
クトの１つに接続された音響整合組立体と、音響整合組
立体に結合された音響窓を有する、請求項３に記載のシ
ステム。
【請求項５】  信号発生及び受信ユニットは、マザーボ
ードを有する、請求項２に記載のシステム。
【請求項６】  充填物質が、音響的に分離する組立体に
より形成された切り溝内に配置される、請求項２に記載
のシステム。
【請求項７】  音響的に分離する組立体は、電気的に導
電し且つ音響的に減衰させる物質の柱状要素を有する、
請求項２に記載のシステム。
【請求項８】  柱状要素は、異方性の導体である、請求
項７に記載のシステム。
【請求項９】  柱状要素は、等方性の導体である、請求
項７に記載のシステム。
【請求項１０】  音響的に分離する組立体は、電気信号
を導通する導体を有する、絶縁柱状要素を有する、請求
項２に記載のシステム。
【請求項１１】  導体は、柱状要素の中に部分的に埋め
こまれている、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】  導体は、柱状要素の外に取りつけられ
ている、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１３】  導体は、柱状要素と結合された絶縁の
裏材を有する、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１４】  導体は、柱状要素よりも長く且つ柱状
要素を超えて伸びる、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１５】  信号発生及び受信ユニットを有する回
路を有し、
２つの電気的なコンタクトの間の音響的に活性化された
物質と、
２つの電気的なコンタクトの１つと結合された音響整合
組立体と、
音響整合組立体に結合された音響窓と、
を有する音響変換要素を有し、
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少なくとも電気的に導通し且つ音響的に減衰させる物質
の柱状要素を有し、音響変換要素を分離する、音響的に
分離する組立体を、少なくとも有する、信号発生及び受
信ユニットと、音響変換要素とに結合されたケーブルレ
ス結合組立体を有し、
音響的に分離する組立体により形成された切り溝内に配
置される充填物質とを有する、システム。
【請求項１６】  柱状要素は、異方性の導体である、請
求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】  柱状要素は、等方性の導体である、請
求項１５に記載のシステム。
【請求項１８】  音響的に分離する組立体は、柱状要素
に結合された電気信号を導通する導体を有する、請求項
１５に記載のシステム。
【請求項１９】  導体は、柱状要素の中に部分的に埋め
こまれている、請求項１８に記載のシステム。
【請求項２０】  更に音響インデックス整合要素を含
む、請求項１８に記載のシステム。
【請求項２１】  導体は、柱状要素の外に取りつけられ
ている、請求項１８に記載のシステム。
【請求項２２】  導体は、柱状要素と結合された絶縁の
裏材を有する、請求項１８に記載のシステム。
【請求項２３】  導体は、柱状要素よりも長く且つ柱状
要素を超えて伸びる、請求項１８に記載のシステム。
【請求項２４】  ケーブルレス結合を介して、信号発生
及び受信ユニットに、超音波変換組立体を結合する、超
音波システムを製造する方法。
【請求項２５】  信号発生及び受信ユニットを設け、
音響的に分離する組立体を、信号発生及び受信ユニット
に結合し、且つ、
音響変換要素を、音響的に分離する組立体に結合する、
方法。
【請求項２６】  音響変換要素を結合することは、２つ
の電気的コンタクトの間に音響的に活性化された物質を
挿入することを含む、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】  音響変換要素を結合することは、
２つの電気的コンタクトの１つに音響整合組立体を結合
し、
音響整合組立体に音響窓を結合することを含む、請求項
２６に記載の方法。
【請求項２８】  信号発生及び受信ユニットは、マザー
ボードを有する、請求項２５に記載の方法。
【請求項２９】  更に、充填物質が、音響的に分離する
組立体により形成された切り溝内に配置される、請求項
２５に記載の方法。
【請求項３０】  音響的に分離する組立体に結合するこ
とは、絶縁柱状要素を、電気信号を導通する導体に結合
する、請求項２５に記載の方法。
【請求項３１】  導体は、柱状要素よりも長く且つ柱状
要素を超えて伸びる、請求項３０に記載の方法。
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【請求項３２】  音響的に分離する組立体は、電気的に
導電し且つ音響的に減衰させる物質の柱状要素を有す
る、請求項２５に記載の方法。
【請求項３３】  柱状要素は、異方性の導体である、請
求項３２に記載の方法。
【請求項３４】  柱状要素は、等方性の導体である、請
求項３２に記載の方法。
【請求項３５】  音響的に分離する組立体に結合するこ
とは、更に、
導体を絶縁の裏材に結合し、且つ、
絶縁の裏材を柱状要素に結合する、請求項３２に記載の
方法。
【請求項３６】  発生及び受信ユニットを設け、
２つの電気的なコンタクトの間に音響的に活性化された
物質を挿入し、
電気的なコンタクトの１つと音響整合組立体とを結合
し、且つ、
音響窓を音響整合組立体に結合する、
音響変換要素を設け、
少なくとも電気的に導通し且つ音響的に減衰させる物質
の柱状要素を有する音響的に分離する構造を有する、音
響的に分離する組立体を、発生及び受信ユニットと音響
変換要素にケーブルレス結合し、且つ、
音響的に分離する構造により形成された切り溝内に充填
物質配置する、方法。
【請求項３７】  柱状要素は、異方性の導体である、請
求項３６に記載の方法。
【請求項３８】  柱状要素は、等方性の導体である、請
求項３６に記載の方法。
【請求項３９】  音響的に分離する組立体は、電気信号
を導通する導体を有する、絶縁柱状要素を有する、請求
項３６に記載の方法。
【請求項４０】  導体は、柱状要素の中に部分的に埋め
こまれている、請求項３６に記載の方法。
【請求項４１】  導体は、柱状要素の外に取りつけられ
ている、請求項３６に記載の方法。
【請求項４２】  導体は、柱状要素と結合された絶縁の
裏材を有する、請求項３６に記載の方法。
【請求項４３】  導体は、柱状要素よりも長く且つ柱状
要素を超えて伸びる、請求項４２に記載の方法。
【請求項４４】  超音波変換組立体を介して超音波を変
換し、且つ超音波変換組立体と信号発生及び受信ユニッ
トの間で、ケーブルレス結合を介して、電気信号を通信
する、方法。
【請求項４５】  更に前記超音波を音響インデックス整
合要素を通して送信する、請求項４４に記載の方法。
【請求項４６】  音響的に分離する組立体を介して、発
生及び受信ユニットと音響変換要素の間で信号を通信
し、且つ、
音響変換要素を使用して音波を変換する、方法。 *
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*【請求項４７】  信号発生及び受信ユニットを使用して
信号を処理し、
２つの電極の間の音響的に活性化された物質と、
２つの電極の１つと結合された音響整合組立体と、及
び、
音響整合組立体に結合された音響窓と、
を有する音響変換要素を有する超音波変換組立体を使用
して超音波を変換し、
電気的に導通し且つ音響的に減衰させる少なくとも柱状
要素を有する、音響的に分離する組立体を有するケーブ
ルレス結合を介して、超音波変換組立体と信号発生及び
受信ユニットの間で信号を通信し、且つ、
音響的に分離する組立体と、
音響的に分離する構造により形成された切り溝内に配置
された充填物質と、を使用して、音響変換要素を音響的
に分離する、方法。
【請求項４８】  信号発生及び受信手段を有し、
超音波変換手段を有し、
信号発生及び受信手段から超音波変換手段を、音響的に
分離し、且つ
電気的に導通する、
手段を有する、信号発生及び受信手段を超音波変換手段
に結合するためのケーブルレス結合手段を有し、
音響反射を減衰させる音響裏材手段とを有する、システ
ム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、Ｍｉｒ．Ａ．Ｉｍ
ｒａｎ，  Ｇｌｅｎ  Ｗ．ＭｃＬａｕｇｈｌｉｎ，  Ｗ
ｉｌｌｉａｍ  Ｄ．Ｌｉｐｐｓ及びＪａｍｅｓ  Ｍ．Ｂ
ｒｅｎｎａｎによる、且つ、Ｎｏｖａｓｏｎｉｃｓ社に
譲渡された、名称”小型化された超音波装置及び方法応
用（Ｍｉｎｉａｔｕａｒｉｚｅｄ  Ｕｌｔｒａｓｏｕｎ
ｄ  Ａｐｐａｒａｔｕｓ  ａｎｄ  Ｍｅｔｈｏｄ  Ａｐ
ｐｌｉｃａｔｉｏｎ）”の米国特許出願番号Ｓ．Ｎ．０
９／８６０，２０９の部分継続出願であり、これは、１
９９９年８月２０日に出願され現在特許番号６，２５
１，０７３Ｂ１である、同じ名称と譲り受け人を有し、
ケーブルレス接続を有する実施例を含む、米国特許継続
出願番号Ｓ．Ｎ．０９／３７８，１７５の継続出願であ
る。本出願は、ＧｌｅｎＷ．ＭｃＬａｕｇｈｌｉｎによ
る、且つ同じ譲受人に譲渡された、名称”ブロードビー
ムイメージング（Ｂｒｏａｄ  Ｂｅａｍ  Ｉｍａｇｉｎ
ｇ）”の本発明と共にに使用され得る、” ブロードビ
ームイメージング（Ｂｒｏａｄ  Ｂｅａｍ  Ｉｍａｇｉ
ｎｇ）”の発明の、米国特許出願に関連する。
【０００２】本発明は、画像化装置に関連しそして、特
に、ポータブル高解像度３次元超音波画像化の分野に関
連する。
【０００３】
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【従来の技術】超音波画像化は、しばしば使用される分
析の方法である。この技術は、広範囲な物質を試験する
のに使用され、そして、特に、比較的侵さない性質で、
低コストで、且つ高速な応答時間のために、医学では一
般的である。典型的には、超音波画像は、超音波を発生
させそして、超音波を調査中の物質に向けることにより
達成される。この超音波画像化は、１組の超音波発生ト
ランスデューサを使用し、そして、１組の超音波受信ト
ランスデューサも使用し、患者内の組織のような、異な
る物質の境界で発生される、反射を観測する。受信及び
発生トランスデューサは、配列に配置されても良くそし
て、典型的には、異なる組みのトランスデューサである
が、しかし、それらが接続されている回路のみが異なっ
てもよい。反射は、受信トランスデューサにより電気信
号に変換され、そして、従来技術で知られている技術を
使用して処理され、エコー源の位置を決定する。結果の
データは、モニタのような表示装置を使用して、表示さ
れる。
【０００４】位置の関数としてのビーム強度は、ビーム
の中心からの距離の関数として単調に低下するよりは、
振動する。ビーム強度のこれらの振動は、しばしば、”
サイドローブ”と呼ばれる。従来技術では、用語”アポ
ディゼーション”は、サイドローブを減少させるため
に、ビーム強度の分布に影響を及ぼす処理を指す。しか
しながら、この明細書の残りの部分では、用語”アポデ
ィゼーション”は、（サイドローブ無しの）ガウス又は
ｓｉｎｃ関数分布のビーム強度を有するような、望まし
いビーム特性についてのビーム強度の分布を調整するこ
とを指すのに使用される。
【０００５】ステアリングは、ビームの向きを変えるこ
とを指す。開口は、超音波ビームを送信し又は受信する
のに使用されている、トランスデューサ又はトランスデ
ューサの組みのサイズを指す。
【０００６】超音波ビームを発生し、受信しそして、分
析する従来技術の処理は、ビーム形成と呼ばれる。超音
波ビームの発生は、オプションで、アポディゼーショ
ン、ステアリング、フォーカシング及び開口を含む。従
来技術のデータ分析技術を使用して、各超音波ビーム
は、エコー位置データの１次元の組みを発生するのに使
用される。典型的な実行では、複数の超音波ビームが、
多次元の体積を走査するのに使用される。
【０００７】典型的には、調査中の物質に送られる超音
波信号は、連続の又はパルスの電子信号をトランスデュ
ーサに与えることにより発生される。送られた超音波
は、一般的に、４０ｋＨｚから１０ＭＨｚの範囲内であ
る。超音波ビームは、調査中の物質を通って伝播し、そ
して、隣接する組織の層の間の境界のような、構造で反
射する。それが進むにつれて、超音波エネルギーは、散
乱され、共振され、減衰され、反射され又は、伝送され
る。反射された信号の一部は、トランスデューサに戻
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り、そして、エコーとして検出される。検出するトラン
スデューサは、単純なフィルタと信号平均を使用して処
理するために、エコー信号を電子信号に変換する。ビー
ム形成後に、画像走査変換器は、画像として表示される
ことが可能な、２次元データを発生する計算された位置
情報を使用する。従来技術のシステムでは、画像形成レ
ート（フレームレート）は、少なくとも超音波パルスの
戻り時間により制限される。パルス戻り時間は、関心の
媒体への超音波の送信と最後に反射された信号の検出の
間の時間である。
【０００８】超音波パルスが関心の物質を通って伝播す
るにつれて、追加の高調波周波数成分が発生され、これ
は、分析されそして、境界の視覚化又は、特定の高調波
周波数で超音波を再放射するように指定された画像コン
トラストエージェントに関連付けられる。超音波装置内
の望ましくない反射は、画像内に、雑音と歪みの出現を
起こしうる。
【０００９】１次元音響配列は、通常は、各トランスデ
ューサに取りつけられた非調整受動音響手段により決定
される、焦点深度を有する。この形式のフォーカシング
は、異なる焦点深度を有する異なる応用について、異な
るトランスデューサを使用することを必要とする。
【００１０】高速３次元画像化応用に使用される２次元
トランスデューサ配列は、超音波システムに、多信号伝
送及び分配システムを結合することにより発生される感
度損失に困っている。高速３次元画像化応用に使用され
る２次元トランスデューサは、高解像度を有する２次元
ステアリング能力のための多数の画素を有しなければな
らない。大きな数の放射／受信画素は、必ず、多くの形
式のトランスデューサ（例えば、圧電の、容量性のマイ
クロエレクトロメカニカル（ＭＥＭ）トランスデュー
サ）で、画素当り高電気インピーダンスとなり、高解像
度２次元配列を非実用的にする。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】インピーダンスを減少
させるために、多くの従来技術の装置は、制限された数
の要素又は、１次元配列を使用する。典型的な超音波シ
ステムでは、これらの高インピーダンス要素は、画素の
数の多くのマイクロ同軸ケーブルを収容する、典型的な
同軸ケーブルの束により駆動され、マイクロ同軸ケーブ
ルは通常は５０－７５Ωのインピーダンスを有する。こ
れらのケーブルは、２次元配列の個々の要素と直接的に
相互に接続しない。多層プリント回路基板（ＰＣＢ）、
コファイアーされるセラミック基板又は、多層フレキシ
ブル基板、形式での他のレベルの相互接続は、信号をト
ランスデューサ要素に送らねばならない。トランスデュ
ーサ要素は複数の画素にグループ化され、各々は１つ又
はそれ以上のトランスデューサ要素を含む。例えば、各
画素は１つの送信及び１つの受信トランスデューサを含
みうる。ケーブルを含むシステムは、（１）多数の必要
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7
なマイクロ同軸要素はケーブルの束を扱いにくくする、
（２）５０－７５オームのケーブルインピーダンスは、
個々のトランスデューサ要素の高電気インピーダンスと
効率的にインターフェース又は整合できないということ
を含む、欠点により苦しんでいる。これらの欠点は、非
実用的な低感度レベルの結果となる。ケーブルからトラ
ンスデューサ要素を接続する、追加の多層移行装置の使
用は、追加の容量のローディングとクロストークを引き
起こす。
【００１２】図１は、システム１０２、第１のコネクタ
ー１０４、ケーブル１０６、第２のコネクター１０８、
及び、信号を送信する多層構造１１０、（図示していな
い）挿入する電気コネクタ構造、音響要素１１４及びピ
ン１１６を含むハンドヘルドユニット１０９を含む、従
来技術の超音波画像化装置１００を示す。システム１０
２は、システムマザーボードを有してもよい。多層構造
１１０は、例えば、ＰＣＢ、コファイアーされるセラミ
ック基板又は、フレキシブル回路である。（図示してい
ない）挿入する電気コネクタ構造は、多層構造１１０か
ら音響要素１１４へ信号を運ぶ挿入する媒体である。図
１の装置はバルク的であり、そして、ケーブル１０６が
多くのワイアをその中に有しそしてそれゆえにその移動
を妨害するので、移動し且つ操作するするのが困難であ
る。ケーブル１０６は、厚い必要もあり、そして、それ
ゆえに、簡単に曲がらない。ハンドヘルドユニット１０
９は、個々に音響要素１１４に電力を供給する電気的コ
ンタクトパッド１１６を有する。
【００１３】
【課題を解決するための手段】本発明は、２次元信号を
アドレスする能力を有するマザーボードのような、小型
化された超音波システム発生及び受信ユニットを提供す
ることである。従来技術の図１の装置の、第１のコネク
ター１０４、ケーブル１０６及び第２のコネクター１０
８は、除去されることが可能である。このシステムは、
トランスデューサ配列にケーブルレス結合で接続される
システムマザーボードを有しうる。一実施例では、ケー
ブルレス結合は、ワイアーレスでもある。システムは、
トランスデューサ配列とシステムの間の２次元面相互接
続を含んでもよく、これは、実用的でない厚い且つ重い
ケーブルを除去する。一実施例では、信号発生及び/又
は検出は、トランスデューサ要素と電気的に整合され、
信号発生及び/又は検出システムと整合していないトラ
ンスデューサ要素よりも感度を増加する。マザーボード
上の２次元相互接続は、他の２次元相互接続無しに使用
されうる。他の実施例では、２次元配列要素への電気的
相互接続は、多くのフレキシブル回路を介してなされ、
各々は１つの行の要素から来て、これは、マザーボード
行のパッド上で直接的に終端されうる。
【００１４】２次元配列は、多タスクを実行してもよ
い。マザーボードシステムとトランスデューサは、多周
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波数動作についての十分な割合の帯域を提供するように
設計されうる。例えば、多くの超音波トランスデューサ
について、多周波数動作に１００％の帯域が必要であ
る。実施例では、焦点深度は配列の物理的な構成により
固定されないが、しかし、領域形成する電子回路とシス
テムソフトウェアにより、２次元配列要素の活性化され
た電気的位相調整（ｐｈａｓｉｎｇ）により、制御され
る。代わりに、異なる焦点深度を有する異なる応用につ
いて、異なるトランスデューサを、使用できる。１つの
トランスデューサから他のトランスデューサへの変更
は、２次元配列とシステムマザーボードの間の、高密度
コネクタ（即ち、高密度コネクタパッドを有するコネク
タで、１つのパッドは２次元配列の各トランスデューサ
要素（即ち、画素）についてである）により、容易にさ
れることが可能である。
【００１５】本発明は、低電気抵抗を有する音響的に減
衰させるマウンティングポスト（柱状要素）を提供し、
例えば、そして、音響的要素の２次元配列が、ポスト
（柱状要素）が存在しないよりも、高感度を有すること
を可能とする。ポスト（柱状要素）の高さは、トランス
デューサが、例えば、マザーボード、他の相互接続装置
又は、他のシステムの、集積部品であっても、便利な使
用のために向きを決めて配置されることを許す。マザー
ボードとの永久接続は、トランスデューサの設計が、多
周波数動作についての十分な帯域幅を供給することを要
求する。
【００１６】一実施例では、２次元配列は、恒久的に、
マザーボードに集積されている。２次元配列の焦点深度
は、配列の物理的な構成により固定されていないが、し
かし、領域形成する電子回路とシステムソフトウェアに
より制御され、これは、２次元配列要素の活性化された
位相調整を決定する。制御のこの方法は、異なる固定の
焦点深度を有する異なる応用について異なるトランスデ
ューサを使用する必要性を除去し、マザーボードに取り
付けられた１つのトランスデューサが、例えば、多タス
クを実行することを可能とする。本発明の他の実施例で
は、異なる焦点深度、周波数及び他の特性を有する異な
る２次元配列が、高密度コネクタを介して、ケーブルを
介在すること無しに、システムマザーボードにプラグで
接続されうる。
【００１７】ブロードビーム技術は、単一の超音波パル
スから得られる多次元空間情報のような、超音波を発生
し、そして、検出されたエコーを分析するための技術を
含む又は利用するシステムと方法を指す。
【００１８】領域形成は、超音波ビームを発生し、受信
し、そして分析する処理であり、それは、オプション
で、アポディゼーション、ステアリング、フォーカシン
グ及び開口制御を含み、ここで、エコー位置データの２
次元の組みは、１つの超音波ビームにより発生されるこ
とが可能である。それにもかかわらず、１つのみが必要
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であってさえも、１つ以上の超音波ビームが、まだ、領
域形成と共に使用される。領域形成は、ビーム形成から
分離された且つ別個の処理である。領域形成は、典型的
には、送信及び/又は受信サイクルごとに１ラインの情
報のみを処理する、ビーム形成と対称的に、１送信及び
/又は受信サイクルごとに情報の領域を生じる。代わり
に、ビーム形成は、この出願を通して領域形成電子回路
の代わりに使用されることが可能である。
【００１９】体積形成は、超音波ビームを発生し、受信
しそして、分析する処理であり、それは、オプション
で、アポディゼーション、ステアリング、フォーカシン
グ及び開口制御を含み、ここで、エコー位置データの３
次元の組みは、１つの超音波ビームにより発生されるこ
とが可能である。それにもかかわらず、必要でないにも
かかわらず、多数の超音波ビームが、使用されうる。体
積形成は、領域形成のスーパーセットである。
【００２０】多次元形成は、超音波ビームを発生し、受
信しそして、分析する処理であり、それは、オプション
で、アポディゼーション、ステアリング、フォーカシン
グ及び開口を含み、ここで、空間エコー位置データの２
又は３次元の組みは、１つのみの超音波ビームを使用し
て発生されることが可能である。それにもかかわらず、
必要でないにもかかわらず、多数の超音波ビームが、使
用されうる。多次元形成は、オプションで、時間と速度
のような、非空間次元を含む。
【００２１】上述の説明では、マザーボードは、信号発
生及び受信ユニットとして規定されるが、それは、例示
のためのみであり、そして、どのような信号発生及び受
信ユニットも使用できる。
【００２２】
【発明の実施の形態】図２は、本発明の一実施例の概観
を示す。図２は、ケーブルレス結合２０３を介して、信
号発生及び受信ユニット２１０に結合された、超音波変
換構造２０２を有する、ハンドヘルド超音波装置２００
を示す。ケーブルレス結合２０３は、中間構造２０４、
電気的導電構造２０６、コネクタ２０８を有する。コネ
クタ２０８は、信号発生及び受信ユニット２１０に結合
され、これは、ハウジング２１２内で動かないようにさ
れ、そして、ケーブルレス結合２０３と協力して動作す
る。
【００２３】中間構造２０４からの又はへの信号は、電
気的導電構造２０６、コネクタ２０８及び、信号発生及
び受信ユニット２１０を通過する。超音波変換構造２０
２は、中間構造２０４を介して受信された信号に応答し
て、超音波波形を発生し又はパルスを出力し、又は、超
音波波形を受信しそして、それらを電気信号に変換し、
そして、それらを中間構造２０４に送る。
【００２４】実施例では、ケーブルレス結合２０３もワ
イアレスである。信号発生及び受信ユニット２１０は、
集積回路又はマザーボードを含むシステムでも可能であ
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り、そして、例えば、１つ又はそれ以上の子基板を含ん
でもよい。中間構造２０４は、超音波変換構造２０２の
要素間のクロストークを減少するように働く、電気的に
結合され且つ音響的に分離する構造である。更に、中間
構造２０４は、外部及び内部の音響雑音から超音波変換
構造２０２を保護し、そして、電気信号を超音波変換構
造２０２に導通する。
【００２５】超音波変換構造２０２、中間構造２０４及
び電気的導電構造２０６は、周期的な格子に配置されう
る、複数の要素の分割されてもよい。格子は例えば、矩
形又は、六辺形でもよい。電気的導電構造２０６は、例
えば、中間構造２０４とコネクタ２０８を連結する、パ
ッドでも良く又は、互いにロックするメスとオスのピン
でも良い。信号発生及び受信ユニット２１０は、例え
ば、信号送信及び分配のための、プリント回路基板（Ｐ
ＣＢ）、コファイアされるセラミック基板又は、同様な
もののでもよい、システムマザーボードでも良く、そし
て、コネクタ２０８を有する。コネクタ２０８は、信号
発生及び受信ユニット２１０に取りつけられた別の部品
又は、信号発生及び受信ユニット２１０の集積部でもよ
い。例えば、コネクタ２０８は、マザーボードと結合さ
れる又はマザーボード上のコネクタ領域でもよい。（こ
の明細書を通して、単語”の上に”は、一般的には、別
々の構造の集積部分及び、２つの構造が互いに取りつけ
られることを許す、別々の構造であると理解される。従
って、この明細書が、コネクタ２０８が信号発生及び受
信ユニット２１０”の上に”あると説明するときは、一
般的には、コネクタ２０８が、信号発生及び受信ユニッ
ト２１０の集積部分及び、信号発生及び受信ユニット２
１０に取りつけられる別の構造である、と読まれるべき
である。）信号発生及び受信ユニット２１０は、１つ又
はそれ以上信号プロセッサを含んでもよい。小サイズの
ハンドヘルド超音波装置は、超音波変換構造２０２が、
様々な角度で画像化するために簡単に配置されることを
許す。
【００２６】代わりに、ハウジング２１２の部分は、超
音波変換構造２０２の位置決めを許すために柔軟性のあ
る材料で作成されることが可能である。信号発生及び受
信ユニット２１０は、十分に小さく保たれ及び/又は、
ハンドヘルド超音波装置２００が柔軟性があるように柔
軟性のある材料から作られる部分を有してもよく、それ
により、画像化のために超音波変換構造２０２が簡単に
位置決めされることを許す。
【００２７】図３は、本発明の実施例に従った、図２の
構造の詳細を示す。第１の実施例３００である、図３の
実施例は、電気的パッド３０４、中間要素３０６、電気
的コンタクト３０８ａと３０８ｂ、その間に挟まれた活
性化音響要素３１０、音響変換要素３１２、音響整合要
素３１４、グランドシート３１５、オプションの音響窓
３１６、オフションの充填物質３１８及びオプションの
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11
接着剤３２０を有する、トランスデューサ３０２を有す
る。
【００２８】超音波システムの信号発生及び受信ユニッ
ト２１０上のコネクタ２０８は、トランスデューサ３０
２と結合されている。電気的パッド３０４の集合は、電
気的導電構造２０６の一実施例である。実施例では、電
気的パッド３０４の２次元配列が、電気的導電構造２０
６を構成し、そして、中間要素３０６に接続され、これ
は中間構造２０４を構成する。電気的パッド３０４は、
例えば、純粋な材料、合金又は、クロム、ニッケル、
銀、銅、金、スズ、スズ酸化物、インジウム及び/又は
インジウム酸化物の混合物、又は、他の導電性材料でも
よい。音響変換要素３１２は、電気的コンタクト３０８
ａと３０８ｂを有し、これは、その間に活性化音響要素
３１０をはさむ。活性化音響要素３１０は、水晶、リチ
ウムニオブ酸塩、リチウム硫酸塩、セラミック材料、鉛
ジルコン酸塩チタン酸塩、バリウムチタン酸塩及び、鉛
メタニオブ酸塩又は、マイクロマシン化構造のような他
の音響発生素子のような圧電材料のような音響的に活性
化された材料（即ち、音響信号を電気信号に変換でき、
そしてその逆もできる材料）で作られる。電気的コンタ
クト３０８ａと３０８ｂは、例えば、純粋な材料、合金
又は、クロム、ニッケル、銀、銅、金、スズ、スズ酸化
物、インジウム及び/又はインジウム酸化物の混合物、
又は、他の導電性材料を含む材料から作られる。
【００２９】活性化音響要素３１０と電気的コンタクト
３０８ａと３０８ｂのサンドイッチは、超音波を発生し
及び/又は受信する、音響変換要素３１２を構成する。
マイクロマシン化素子の場合には、活性化音響要素３１
０と電気的コンタクト３０８ａと３０８ｂのサンドイッ
チは、マイクロマシン化要素とそのコンタクトにより置
換され、これは、サンドイッチ構造を有しても有さなく
てもよい。音響変換要素３１２は、音響整合要素３１４
とオプションの音響窓３１６を有してもよい。オプショ
ンの音響窓３１６は、患者の身体のような関心の媒体を
電気的なショックから保護する電気的な分離を提供す
る。オプションで、音響整合要素３１４は、オプション
の音響窓３１６により提供される電気的な分離の代わり
に又はそれに加えて、電気的な分離を提供する。音響整
合要素３１４は、音響生成サブ要素の集合体でもよい。
例えば、音響整合要素３１４は、幾つかの異なる層を有
してもよい。音響整合要素３１４は、音響整合特性を有
する材料又は材料の混合物から作られうる。実施例で
は、音響整合要素３１４は、電気的コンタクト３０８ｂ
をグランドシート３１５に電気的に結合し、それによ
り、グランドへの戻りを提供する。代わりに、オプショ
ンの音響窓３１６は導電材料で作られることができ且つ
グランドシートとして働くので、グランドシート３１５
は含まれる必要はない。更に、代わりに、電気的コンタ
クト３０８ｂは、例えば、ともに結合されて１つのシー
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とを形成することができ、グランドへの戻りとして使用
されることができる。この代わりの実施例では、音響整
合要素３１４は、導電性を有しても有さなくてもよい。
電気的コンタクト３０８ｂを１つのシートに結合するこ
とは、トランスデューサ３０２を音響的に分離すること
の困難さを増加する。しかしながら、例えば、電気的コ
ンタクト３０８ｂを結合する導電性材料の音響的インピ
ーダンスが不整合の場合には、材料を結合しても、音響
的な分離が達成される。完全に又は部分的に空隙又は切
り溝を充填する、オプションの充填物質３１８が、中間
要素３０６の間に配置されてもよい（トランスデューサ
３０２間の空間を切り溝と呼ぶ）。オプションの充填物
質３１８は、エポキシレジン又は、他のポリマーでも良
く、そして、その特性を修正するための添加剤を含んで
もよい。オプションの接着剤３２０は、電気的パッド３
０４とコネクタ２０８を介してトランスデューサ３０２
を動かないようにするために使用されうる。オプション
の接着剤３２０は、異なる特性のために添加剤を加えら
れた又は加えられていない、エポキシ、ポリウレタン、
シリコン等のような、絶縁性又は導電性の接着剤でもよ
い。
【００３０】トランスデューサ３０２は、それらが信号
発生及び受信ユニット２１０のコネクタ２０８に直接的
に取りつけられる点で、従来技術のトランスデューサと
異なる。代わりに、従来技術異なる中間要素３０６の構
造が、使用される。
【００３１】他の実施例では、トランスデューサ３０２
は、(図示していない)高密度コネクタに搭載され、これ
は、信号発生及び受信ユニット２１０の対応するコネク
タ２０８にプラグで差込まれる。高密度コネクタは、音
響変換要素３１２がコネクタ２０８から遠くに配置され
ることを許す。中間要素３０６の構造を、更に以下に説
明する。また、コネクタ２０８へのトランスデューサ３
０２のきわめての接近は、トランスデューサ３０２の構
造的、音響的及び電気的な要求に、影響を与える。従っ
て、トランスデューサ３０２について最適な性能を生じ
る要素の組みは、従来技術のトランスデューサのそれら
とは、異なりうる。
【００３２】中間要素３０６は、ポスト又はコラム（柱
状要素）として働き、そして、任意の形状の断面を有す
ることができる。例えば、中間要素３０６の断面は、正
方形、長方形、円形、楕円形、三角形、ダイアモンド
状、台形、菱形又は、多角形の形状でもよい。中間要素
３０６は、例えば、エポキシ、ポリウレタン及び/又は
シリコンの、全ての又は、どの組合せの、又は、どの混
合物でもよい。中間要素３０６は、タングステンのよう
な、材料から作られる、どのような形状又は球形の重い
粒子を含んでもよく、且つ、更に、音を減衰させるのに
役立つ、軽い粒子、泡及び/又はマイクロ球を含んでも
よい。軽い粒子とマイクロ球は、例えば、ガラス及び/
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又はプラスティックから作られうる。更に加えて、中間
要素３０６は、音を減衰させるのにも役立つ、グラファ
イト又は他の電気的に導電性のある粒子を含んでもよ
い。電気的に導電性のある粒子は、選択される導電性粒
子の密度の範囲に依存して、重い及び/又は軽い粒子の
幾つか又は全てとして、使用されることが可能である。
【００３３】信号発生及び受信ユニット２１０からの信
号は、コネクタ２０８のレイヤと構造を通して、コネク
タ２０８の面上の電気的パッド３０４に送られる。電気
的パッド３０４、中間要素３０６及び音響変換要素３１
２は、他のものの上に積み重ねられ、そして、上述の２
次元格子を形成する。音響変換要素３１２は、電気信号
を音波に変換し、又は、音響的音波を電気信号に変換す
る。音響変換要素３１２は、電気的パッド３０４と同じ
格子に配置され、そして、信号発生及び受信ユニット２
１０内の信号分配を介して、電気的にアドレスされる。
【００３４】中間要素３０６は、信号発生及び受信ユニ
ット２１０のコネクタ２０８上の電気的パッド３０４
と、音響変換要素３１２上の電気的コンタクト３０８ａ
との間で、電気信号を伝える、相互に接続する裏材媒体
を構成する。中間要素３０６は、信号損失を最小化する
のに十分なほど高い、電気的な導電率を有しうる。中間
要素３０６による信号損失は、中間要素の抵抗により発
生された、電力損失（Ｉ２Ｒ、ここで、Ｉは中間要素３
０６の配列を流れる合計の電流であり、Ｒは、中間要素
３０６の実行抵抗である）である。例えば、実施例で
は、中間要素の導電率は信号損失が１ＤＢより低く保持
されるように調整される。
【００３５】信号発生及び受信ユニット２１０上のコネ
クタ２０８に垂直の方向の相互に接続する媒体の合計の
長さと、この媒体の抵抗率は、音響変換要素３１２と電
気的パッド３０４の間の、各電気的な結合の合計の抵抗
値を決定する、主なファクターである。従って、中間要
素３０６の抵抗率は、要素の長さを制限し、これは、次
に、中間構造２０４の厚みを制限する。中間要素３０６
は、音響変換要素３１２に達しうる、信号発生及び受信
ユニット２１０のコネクタ２０８からの音の反射を避け
るために、適切な音響的な減衰率又はインピーダンスを
有する。中間要素３０６は、音響変換要素３１２と信号
発生及び受信ユニット２１０のコネクタ２０８の、機械
的な完全性と位置決めの正確さを提供しうる。
【００３６】中間要素３０６について使用される相互に
接続する裏材媒体は、電気的パッド３０４の面に垂直な
方向に電気を通じる、電気的に異方性の導電媒体であ
る。相互に接続する裏材媒体は、音響変換要素３１２
を、信号発生及び受信ユニット２１０上のコネクタ２０
８上の電気的パッド３０４に結合するのに使用されう
る。中間要素３０６は、電気的に導電性の且つ音響的に
損失のある媒体から作られる。適切な異方性の導電媒体
は、希薄な濃度の導電性要素及び/又は粒子を、電気的
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に絶縁する媒体内に組み込むことにより作ることができ
る。希薄な濃度の濃度は、それらの低濃度のために、電
流の流れに垂直な方向に、導通する要素又は粒子が、互
いに接触しないようにされる。導通する要素及び/又は
粒子は、細長い形状を有し、そして、導通する要素は、
より長い寸法に向きを決めて配置され、それらが配置さ
れている絶縁媒体の何れかの側に達する又は電気的に接
触する。要素は、ウィスカ（ひげ結晶）、ワイア、又
は、中間要素３０６の全体の長さを伸ばす媒体の任意の
形状である。代わりに、導電要素及び/又は粒子は、中
間要素３０６より非常に短く、そして、中間要素３０６
の長手方向に比較的平行に保たれている。導電要素は、
少なくとも非常に多くの導電要素が粒子の長さに沿って
互いに接触するが、しかし、幅に沿っては接触しない様
に、十分に長いべきである。異方性導体の使用は、等方
性導体と比較されるときに、隣接する中間要素３０６の
間を短絡する機会を減少する。
【００３７】代わりに、等方性の電気的な導電性及び音
響的に適切な媒体は、音響変換要素３１２を、電気的パ
ッド３０４の２次元配列に結合するために使用されても
よい。中間要素３０６間の電気的な短絡は、機械的なダ
イシング、種々のイオン、電子、プラズマ、化学的侵食
又は、他の処理を介して短絡を起こす過度の媒体を除去
することにより、除去される。
【００３８】オプションの充填物質３１８は、電気的な
短絡を最小化するのを助ける且つ、トランスデューサ３
０２間のクロストークを防ぐ適する音響インピーダンス
を有する、絶縁体でもよい。充填物質のために、トラン
スデューサ３０２の近くに切り溝と空隙を残すことによ
り、クロストークを最小化することがが望ましい。オプ
ションの充填物質３１８は、音響的に減衰させる材料又
は、トランスデューサ３０２の音響インピーダンスと高
い不整合の材料でもよい。
【００３９】オプションの接着剤３２０は、導電性又は
絶縁性でもよい。オプションの接着剤３２０が導電性の
場合には、それは、主に、電気的パッド３０４と中間要
素３０６の間に配置される。典型的には、余分なオプシ
ョンの接着剤３２０は、切り溝から除去される。しかし
ながら、それが導電性の場合にさえも、切り溝からオプ
ションの接着剤３２０を全て除去することは、不用であ
る。導電フィルムが薄くなるほど、面内を流れる電流に
対する抵抗は高くなる。また、導電フィルムが薄くなる
ほど、それが破れ又は、不連続となりやすい。従って、
オプションの接着剤３２０が導電性であり且つそれが切
り溝内にある場合には、オプションの接着剤３２０は、
十分に薄い又は、破れるの十分であり、それにより、電
気的パッド３０４を有するコネクタ２０８の面に平行な
方向の絶縁体として働き、そして、オプションの接着剤
３２０は短絡を生じない。
【００４０】同様に、オプションの接着剤３２０が絶縁
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性である場合には、それは、主に、切り溝に配置され
る。典型的には、電気的パッド３０４上の全てのオプシ
ョンの接着剤３２０は、除去される。しかしながら、そ
れが、絶縁性であっても、電気的パッド３０４から全て
のオプションの接着剤３２０を除去することは不要であ
る。絶縁性フィルムが薄くなるほど、例えば、絶縁フィ
ルム内のアーク、トンネル又は、破れを介して、その面
に垂直に流れる電流を、よりサポートできる。従って、
オプションの接着剤３２０が絶縁性である場合には、電
気的パッド３０４上に配置される部分は、（接触、アー
ク、又は、トンネルによるように）それを通して電流が
流れることを許すように、十分に薄く又は、十分に穴を
有するようでなければならない。中間要素３０６を接着
中に与えられる圧力は、電気的パッド３０４と中間要素
３０６の間から、余分な接着剤を搾り出すのに使用され
ることが可能である。
【００４１】図４－１０では、同じ構成要素は同じ英数
字ラベルが与えられる。図を単純化するために、図５－
１０では、音響整合要素３１４、グランドシート３１５
又は、音響窓３１６は、図３と４にはそれらは存在する
が、示さない。図４－１０も、図３と同じ超音波変換構
造２０２と信号発生及び受信ユニット２１０を共有す
る。図５－１０は、主に、中間構造２０４の構成が、互
いに異なる。
【００４２】図４は、図２の構造の代わりの実施例４０
０である。実施例４００は、中間要素４０６を有し、そ
れは、絶縁性であり且つ、配置されている両端に導電パ
ット４１０ａと４１０ｂを含む、２つよりも多い数の側
面に導体４０８がコーティングされる。特に、２つより
も多い数の側面に導体４０８がコーティングされている
導体４０８により意味されるもの説明するために、導電
パット４１０ａと４１０ｂは両端及び各々の少なくとも
部分で中間要素４０６をカバーする。導体４０８の部分
は、導電パット４１０ａと４１０ｂの間の電気的な結合
を形成するために、中間要素４０６の第３の側面にも少
なくとも部分的に配置されねばならない。中間要素４０
６は、制限はされないがタングステン及び泡、低濃度粒
子及び/又はマイクロ球のような、材料から作られる濃
い粒子又は球を含むエポキシ、ポリウレタン、及び/又
はシリコンの、混合物、組合せ、又は、全てから作られ
るポスト又はコラム（柱状要素）である。低濃度粒子及
びマイクロ球は、例えば、ガラス及び/又はプラスチッ
クから作られることが可能である。導体４０８は、音響
変換要素３１２と、それが貼り付け又は半田付けされて
いる、電気的パッド３０４の間の電気的な相互接続を供
給する、薄膜でも可能である。導体４０８は、露出され
又は、カバーされる。それがカバーされている場合に
は、中間要素４０６内に埋めこまれていても良く及び/
又は、オプションのフィルム４１２でカバーされていて
もよい。オプションのフィルム４１２は、導体４０８に
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損傷を与える危険なしに、ダイシングホイールのよう
な、機械的な手段で、後に与えられたオプションの充填
物質３１８の除去を可能とする。オプションのフィルム
４１２は、材料を絶縁する薄膜又は、中間要素４０６と
同じ材料である。導体４０８は、中間要素４０６のエッ
ジに沿って、又は、中間要素４０６内に埋めこまれて配
置されてもよい、導電性ワイアー又はウィスカにより置
換されてもよい。オプションの充填物質３１８は、図４
に示されたように、導体４０８を完全に又は部分的にカ
プセル化できる。オプションの充填物質３１８は、構造
的な完全性を提供し且つ個々の音響変換要素３１２を音
響的に分離する目的を果たす。オプションの充填物質３
１８は、それが絶縁性である限り中間要素４０６につい
て使用されたポスト（柱状要素）と同じ材料でも良く又
は、トランスデューサ３０２を短絡しない材料でもよ
い。導体４０８の導電率が高くなるほど、信号損失が低
下する。一実施例では、導体４０８により提供される導
電率は、信号損失を最小化するのに十分に高くなされう
る。信号発生及び受信ユニット２１０に垂直な方向の中
間要素４０６の全長と、導体４０８の長さあたりの抵抗
値は、音響変換要素３１２と電気的パッド３０４の間の
ここの結合の合計の抵抗を決定する。金属フィルム又は
ワイアーの比較的高い導電率により、快適な方法で患者
に接触させる音響配列面を配置するために、中間構造２
０４の厚みを増加させることは実際的である。中間要素
４０６は、ポスト又はコラム（柱状要素）として働き、
そして、どのような形状の断面をも有することができ
る。中間要素４０６は、本質的に、中間要素３０６と同
じ機械的且つ音響的な特性を有し、且つ、それゆえに、
中間要素４０６内に導体粒子がないのを除いては、同じ
構成を有する。しかしながら、（中間要素４０６は、低
抵抗を有するので）、中間要素４０６は、中間要素３０
６よりも高く作られることが可能である。また、中間要
素４０６の機械的な特性も、僅かに異なる。
【００４３】導体４０８と（接着剤、半田、及び溶接材
料のような）結合材料は、音響的な反射又は摂動を起こ
すべきではない。音響的な反射又は摂動を防ぐために、
音響経路内の摂動を起こさせるものの厚みとサイズは、
対象の音響波長と比較して小さい。導体４０８は、構造
の機構を維持するために、十分によい絶縁する媒体に接
着されるべきである。中間要素４０６について使用され
る絶縁する媒体は、音響変換要素３１２に達するであろ
う、信号発生及び受信ユニット２１０のコネクタ２０８
からの音波の反射を防ぐために、適切な音響減衰量を有
するべきである。中間要素４０６について使用される絶
縁する媒体は、最適な性能のために、適する音響インピ
ーダンスを有するべきである。中間要素４０６の絶縁媒
体は、音響変換要素３１２と信号発生及び受信ユニット
２１０のコネクタ２０８の、機械的な完全性と位置の正
確さを提供しうる。
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【００４４】図５と６の実施例がオプションの接着剤３
２０を含むことを除いては、図５と６は、図４と同じで
ある。また、図５の実施例では、導体４０８が露出さ
れ、一方図６の実施例では、導体４０８がオプションの
フィルム４１２でカバーされる。
【００４５】図７は、例えば、ＫａｐｔｏｎＴＭ又はＭ
ｙｌａｒＴＭから作られる、両端を含む２より大きい任
意の数の側面に、絶縁コーティング７０２を有するそし
て、その上に積層された導体４０８を有する、他の実施
例７００である。中間要素７０４は、中間要素４０６と
同じであるか又は、導体である。
【００４６】図８は、オプションのフィルム４１２が導
体４０８の露出部分をカバーし、そして、中間導体４０
８とオプションの充填物質３１８があることを除いて
は、図７の実施例７００と同じである他の実施例８００
である。
【００４７】図６-８はオプションの接着剤３２０を示
すが、それは存在する必要はない。
【００４８】図９と１０は、中間要素９０２とオプショ
ンのフィルム１００２は、導電パット４１０ａまで完全
に伸びず、ギャップが残ることを除いては、それぞれ図
７及び８と同じである。このギャップは、オプションの
充填物質３１８で充填されている。オプションの充填物
質３１８が使用されない場合には、電気的パッド３０４
への結合は、柔軟性があるままで残され、それにより、
振動分離を提供する。オプションの充填物質３１８が使
用される場合には、それは、機械的な完全性を提供し、
そして、適所に、中間要素を保持する。電気的パッドの
行と列への結合は、相互に接続する裏材媒体の構成の段
階又は、その完了後になされることが可能である。中間
要素９０２は、ポスト（柱状要素）でも良く、そして、
どのような形状を有することも可能である。中間要素９
０２は、本質的に、中間要素９０２は導電パット４１０
ａまで伸びないので、機械的な特性が僅かに異なること
を除いては、中間要素４０６と同じ機械的及び音響的な
特性を有する。
【００４９】図９と１０はオプションの接着剤３２０を
示していないが、それは含まれうる。
【００５０】図１１ＡとＢは、本発明の実施例を使用す
る、それぞれ、方法１１００ａと１１００ｂのフローチ
ャートを示す。図１１Ａは、音響信号の送信方法であ
り、そそて、図１１Ｂは、音響信号の受信方法である。
【００５１】図１１Ａを参照すると、ステップ１１０２
で、信号発生及び受信ユニット２１０は、電気信号を発
生する。ステップ１１０４で、電気信号は、ケーブルレ
スで、コネクタ２０８を介してそして、(図示していな
い)可能なコネクタ及び電気的パッド３０４を通して、
中間構造２０４に結合される。ステップ１１０６で、電
気信号は中間構造２０４を介して、音響変換要素３１２
に結合される。ステップ１１０８で、音響変換要素３１
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２は音響信号を発生し、そしてそれは、音響整合要素３
１４を介してオプションの音響窓３１６を通して送信さ
れる。
【００５２】図１１Ｂを参照すると、ステップ１１０８
（図１１Ａ）からの超音波信号は、対象の媒体により修
正される（例えば、反射される及び/又は伝送され
る）。ステップ１１２２では、修正された超音波信号が
受信される。オプションで、受信は、オプションの音響
窓３１６を通して超音波信号を送信し、そして、音響整
合要素３１４を介して、入射する超音波信号と反射する
超音波信号の方向は、典型的には、異なるので、典型的
には音響変換要素３１２の異なる組み合わせにより、そ
れらを受信することを含む。しかしながら、実施例で
は、各音響変換要素３１２は、修正された超音波信号の
受信と送信の両方に使用されることが可能である。他の
実施例では、各音響変換要素３１２は、半分が受信のそ
して、半分が送信の画素にグループ化されうる。音響変
換要素３１２は、超音波信号を電気信号に変換する。ス
テップ１１２４では、電気信号は、中間構造２０４を通
して送られる。ステップ１１２６で、中間構造２０４か
らの信号は、電気的導電構造２０６を介して、コネクタ
２０８を通して、送られる。ステップ１１２８では、コ
ネクタ２０８からの信号は、モニタ上に画像を発生する
ために又はモニタ上に画像を発生するためのデータとし
て蓄積するために処理するために、信号発生及び受信ユ
ニット２１０に送り戻される。受信ステップは、オプシ
ョンの充填物質３１８又は中間要素３０６、４０６及び
９０２内で使用されている音響的に減衰する材料を使用
するような、ハンドヘルド超音波装置２００内の反射を
減衰させることを含んでもよい。
【００５３】図１２ＡとＢは、本発明の実施例を製造す
る方法１２００と、処理の種々の段階で形成される幾つ
かの一時的な構造を示す。ステップ１２０２で、信号発
生及び受信ユニットが形成され又は設けられ、そして、
コネクタ２０８が、信号発生及び受信ユニット２１０の
上に結合され又は形成される。信号発生及び受信ユニッ
ト２１０上のコネクタ２０８を形成する又は結合するこ
とに対していつでも、信号発生及び受信ユニット２１０
の残りが、形成され、組み立てられ又は、構成される。
ステップ１２０４では、電気的導電層１２２０が、電気
的パッド３０４を形成するために、コネクタ２０８上に
積層される。また、ステップ１２０４では、電気的に導
通し且つ音響的に減衰させる媒体１２２２は、電気的導
電層１２２０上に積層される。更にステップ１２０６で
は、最初に導電層１２２４、音響的に活性化された層１
２２６及び第２の導電層１２２８が、音響変換サンドイ
ッチ１２３０を形成する。音響変換サンドイッチ１２３
０は、電気的に導通し且つ音響的に減衰させる媒体１２
２２に結合される。音響変換サンドイッチ１２３０は、
最初に構成されそして、電気的に導通し且つ音響的に減
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衰させる媒体１２２２に張り合わされ、又は、電気的に
導通し且つ音響的に減衰させる媒体１２２２上に相互と
に直接的に積層されることが可能である。ステップ１２
０８で、音響整合層１２３２は、音響変換サンドイッチ
１２３０の一方の側面に結合される。音響整合層１２３
２は、多層を有してもよく及び/又は、音響整合を改善
する重要な構造を有する。ステップ１２１０では、複合
構造から材料が除去され、コラム（柱状要素）が残り、
切り溝を形成する。電気的パッド３０４の間の全ての導
電材料が除去され、そして、オプションの接着剤３２０
が追加されることを、確実にするためステップ１２１０
中に少量のコネクタ２０８も除去されてもよい。ステッ
プ１２１２では、オプションの充填物質３１８が、切り
溝に与えられ、そして、硬化することを許す。ステップ
１２１４では、オプションの音響窓３１６が音響整合要
素３１４に結合される。オプションの音響窓３１６は、
例えば、音響整合要素３１４が動かないようにされる前
に、金属皮膜化又は堆積により、その上に形成された、
グランドシート３１５を有してもよい。
【００５４】図１３ＡとＢは、本発明の実施例を製造す
る方法１３００と、処理の種々の段階での幾つかの一時
的な構造を示す。ステップ１２０２では、方法１２００
でのように、信号発生及び受信ユニットが形成され又は
設けられ、そして、コネクタ２０８が、信号発生及び受
信ユニット２１０の上に結合され又は形成される。ステ
ップ１３０２では、中間要素４０６又は９０２を形成す
る、電気的に導通且つ音響的に減衰させる柱が、コネク
タ２０８に取りつけられる。図１３Ｂに示されていない
が、中間要素４０６又は９０２は、導体４０８、オプシ
ョンのフィルム４１２又は１００２及び、それに取りつ
けられた絶縁コーティング７０２で、形成されている。
図１３Ｂに示されていないが、中間要素４０６又は９０
２がコネクタ２０８に取りつけられるときには、中間要
素４０６又は９０２は、コネクタ２０８上の電気的パッ
ド３０４に結合される。導体４０８、オプションのフィ
ルム４１２又は１００２及びそれに取りつけられた絶縁
コーティング７０２を有する、中間要素４０６と９０２
は、シート１３２２上の構造１３２０として形成され、
それにより、それらは、互いに対して適所に且つ電気的
パッド３０４に整列された位置に、固定されることがで
きる。構造１３２０は、最初に形成されそして、そし
て、シート１３２２に取りつけられ又は、シート１３２
２上に形成されうる。構造１３２０の形成を、以下の図
１４に関して更に詳細に説明する。代わりに、電気的パ
ッド３０４は、例えば、構造１３２０に含まれてもよ
い。構造１３２０をコネクタ２０８結合後に、シート１
３２２が取り外される。オプションのステップ１３０４
で、オプションの充填物質３１８は、液体として追加さ
れそして、硬化されることが可能とされる。ステップ１
２０６では、音響変換サンドイッチが中間構造２０４に
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結合される。音響変換サンドイッチは、第１の導電フィ
ルム、音響的に活性化された層、及び第２の導電フィル
ムを含む。音響変換サンドイッチは、最初に構成され、
そして、電気的に導通し且つ音響的に減衰させる媒体に
結合され又は、電気的に導通し且つ音響的に減衰させる
媒体上に、直接的に層ごとに積層されることができる。
次にステップ１２０６では、音響変換要素３１２を形成
するために、音響変換サンドイッチから材料が除去され
る。代わりに、中間要素を、構造１３２０の一部として
作りながら、音響変換要素３１２は、同じシート１３２
２上にも形成されることができる。方法１３００はそし
て、方法１２００のように、ステップ１２０８、１２１
０、１２１２及び１２１４を進む。方法１３００は、ス
テップ１３０４及び１２１２の両方を有しないか又は、
１つを有する。方法１３００は１３０４と１２１２の両
方を有しないか又は、１つを有する。代わりに、オプシ
ョンの充填物質３１８の一部は、ステップ１３０４中に
追加され、そして、部分はステップ１２１２中に追加さ
れる。
【００５５】図１４は、本発明の実施例の中間要素を製
造する方法１４００のフローチャートを示す。ステップ
１４０２では、方法１４００は、中間要素４０６又は９
０２を提供し又は形成することで開始し、それは、シー
ト１３２２上に形成されるか、又は、別に形成されそし
て方法１４００の完了後にシート１３２２に取りつけら
れてもよい。（中間要素４０６又は９０２を形成する）
構造１３２０が、シート１３２２上に形成される場合に
は、導電層(図示していない)は、最初にシート１３２２
上に積層され、そして絶縁層(図示していない)が、中間
要素４０６又は９０２に取りつけられた導電パット４１
０ｂを形成するためにコラム（柱状要素）を残す、複合
構造から積層される。導電パット４１０ｂは、導体４０
８の第１の部分を形成する。シート１３２２からの幾つ
かの材料は、除去されてもよく又は、代わりに、導電層
(図示していない)は、露出され且つ導電パット４１０ｂ
に分離されずに残されてもよい。オプションで、ステッ
プ１４０４で、中間要素４０６は絶縁コーティング７０
２でコーティングされ、その幾つかは、導電層(図示し
ていない)又は、導電パット４１０ｂを露出するために
除去されてもよい。ステップ１４０６では、中間要素４
０６は、導体４０８でコーティングされる。しかしなが
ら、構造１３２０が１３２２上に形成される場合には、
導電パット４１０ｂを形成する導体４０８の一部は、既
に存在する。導体４０８は、絶縁コーティング７０２に
取りつけられてもよく、又は、最初に絶縁コーティング
７０２内に埋めこまれ、そして、絶縁コーティング７０
２を介して中間要素４０６に取りつけられてもよい。導
電層(図示していない)は、既にステップ１４０２で分離
されていなければ、導電パット４１０ｂに分離される。
オプションのステップ１４０８では、導体４０８はオプ



(12) 特開２００３－１５３８９９

10

20

30

40

50

21
ションのフィルム４１２又は１００２でカバーされる。
オプションのフィルム４１２又は１００２は、絶縁する
及び保護するコーティングを提供し、それにより、中間
要素４０６又は９０２及びオプションのフィルム４１２
又は１００２でそれぞれ構成された複合構造内に、導体
４０８を埋めこむ。
【００５６】単語”構造“は、多くの要素を説明するの
に使用されるが、これらの要素は、集合されることも可
能であり、それはこの明細書では、単語”構造”に一般
的であるが、しかし、部分の集合を含む。この明細書内
の単語“結合”は、直接接続に一般的であるが、他の形
結合、リンク、又は、要素をともに取り付ける方法だけ
でなく中間要素を介しての接続もなされる。
【００５７】本発明は、電気信号以外の光学信号のよう
な、他の信号を使用しても、構成できる。光学的な実施
例では、電気的導電構造２０６は、例えば、光学的接続
により置きかえられる。音響変換要素３１２は、電気的
コンタクト３０８ａと３０８ｂを有するように示されて
いるが、それらは、電気エネルギーが活性化音響要素３
１０を励起するのに使用される場合にのみ必要である。
活性化音響要素３１０は、電磁波又は、機会エネルギー
を使用するような、他の形式のエネルギーで励起される
場合には、電気的コンタクト３０８ａと３０８ｂは使用
されないか又は、活性化された音響要素を適所に動かな
いようにする結合コンタクトにより置換されてもよい。
【００５８】本発明を、特定の実施例を参照して説明し
たが、本発明の意図と範囲を離れること無しに、種々の
変更がなされ、そして等価物は、その要素を代用しうる
ことは、当業者には理解されよう。更に、本発明の本質
的な教示から離れること無しに、修正がなされうる、
【発明の効果】上述のように、本発明により、小型化さ
れた超音波システム発生及び受信ユニットを提供するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来技術の超音波装置を示す図である。
【図２】本発明の実施例の概観を示す図である。
【図３】本発明の実施例に従った図２の構造の詳細を示
す図である。
【図４】図２の構造の代わりの実施例を示す図である。
【図５】図４の更に詳細な説明を示す図である。
【図６】図２の構造の他の実施例を示す図である。
【図７】図２の構造の他の実施例を示す図である。
【図８】図２の構造の他の実施例を示す図である。
【図９】図２の構造の他の実施例を示す図である。
【図１０】図２の構造の他の実施例を示す図である。
【図１１Ａ】音響信号を送信する方法のフローチャート
を示す図である。
【図１１Ｂ】音響信号を受信する方法のフローチャート
を示す図である。
【図１２Ａ】本発明の実施例を製造する方法のフローチ

22
ャートを示す図である。
【図１２Ｂ】図１２Ａの方法の種々の段階の構造を示す
図である。
【図１３Ａ】図４から１０の本発明の実施例を製造する
方法のフローチャートを示す図である。
【図１３Ｂ】図１３Ａの方法の種々の段階の構造を示す
図である。
【図１４】本発明の実施例の中間要素を製造する方法の
フローチャートを示す図である。
【符号の説明】
１００  超音波画像化装置
１０２  システム
１０４  第１のコネクター
１０６  ケーブル
１０８  第２のコネクター
１０９  携帯ユニット
１０９  ハンドヘルドユニット
１１０  多層構造
１１４  音波要素
１１６  ピン
２００  ハンドヘルド超音波装置
２０２  超音波変換構造
２０３  ケーブルレス結合
２０４  中間構造
２０６  電気的導電構造
２０８  コネクタ
２１０  信号発生及び受信ユニット
２１２  ハウジング
３０２  トランスデューサ
３０４  電気的パッド
３０６  中間要素
３０８ａ、３０８ｂ  電気的コンタクト
３１０  活性化音響要素
３１２  音響変換要素
３１４  音響整合要素
３１５  グランドシート
３１６  音響窓
３１８  充填物質
３２０  接着剤
４０６  中間要素
４０８  導体
４１０ａ，４１０ｂ  導電パット
４１２  フィルム
７０２  絶縁コーティング
７０４  中間要素
９０２  中間要素
１００２  フィルム
１１００ａ，１１００ｂ  方法
１２２０  電気的導電層
１２２２  電気的に導通し且つ音響的に減衰させる媒体
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１２２４  導電層
１２２６  音響的に活性化された層
１２２８  第２の導電層
１２３０  音響変換サンドイッチ *
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*１２３２  音響整合層
１３２０  構造
１３２２  シート３２２  名詞

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図１１Ａ】

【図１１Ｂ】
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【図７】 【図８】

【図１２Ａ】 【図１３Ａ】 【図１４】
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【図９】 【図１０】
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【図１２Ｂ】 【図１３Ｂ】
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